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A circuit board with a cooling device having 
channels through which a cooling agent flows, 
the circuit board being comprised of at least three 
united layers including an inner layer wherein the 
channels are formed. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine aus 
mehreren Schichten bestehende Leiterplane mit einer 
KQhlvorrichtung gemaB dem Oberbegriff des An- 
spruchs 1. 

Eine derartige Leiterplatte ist aus der EP-B1 
00 83 538 bekannL Die dort vorgesehene KGhJvorrich- 
tung besteht aus einer hohlen Kupferplatte, die im In- 
nern durch quer angebrachte Zwischenwande mit Kuhl- 
kanale bildenden Zwischenraumen versehen ist. Auf ei- 
re oder auf beide Oberflachen der hohlen Kupferplatte 
ist je eine Leiterplatte aufgeklebt, auf die Haibleiterbau- 
elemente entweder direkt oder uber Anschlufidrahte 
aufgelotet sind. 

Zum Herstellung der hohlen Kupferplatte wird ein 
Modell aus Wachs oder einem andercn niedrigschmeJ- 
zenden Werkstoff hergestellt, in das die Zwischenw&nde 
aus Kupfer eingebettet oder Aussparungen zum Durch- 
stecken der Anschlufidrahte eingearbeitet werden. Das 
Modell wird dann allseitig galvanotechnisch mit einer 
Kupferschicht uberzogen. AnschlieBend wird der Kup- 
feruberzug an zwei Surnflachen mechanisch abgearbei- 
teu SchlieBlich wird das Modell durch Aufschmelzen 
entfernt, wonach die frei gewordenen Hohlraume als 
Kuhlkanale dienen kdnnen. Die Herstellung der hohlen 
Kupferplatten ist also sehr aufwendig und fur eine Her- 
stellung in groBen Stuckzahlen nicht besonders geeig- 
net 

Eine der genannten hohlen Kupferplatte ahnliche 
KQhlvorrichtung mit an der Unterseite derselben ange- 
brachten Leiterplatte ist aus der DE-OS 25 50 419 be- 
kannL Die Kuhivorrichtung besteht dcrt aus zwei zuein- 
ander planparallelen Aluminiumplatten mit dazwischen 
angeordneten Abstandsgliedern aus Aluminium, durch 
die Kuhlkanale gcbildct werden. Die zu kuhlenden 
Schaltungselemente sind auf der der Leiterplatte gegen- 
iiberliegenden Seite der KQhlvorrichtung angebracht 
und mit dieser in warmeleitendem Kontakt, wobei deren 
AnschluBelemente von der Kuhivorrichtung weg wei- 
sen. Die zu den Schaltungselementen fuhrenden An- 
schluBstifte mussen daher durch die KQhlvorrichtung 
hindurchgefuhrt werden. Daraus ergeben sich eine Rei- 
he von Schwierigkeiten bei der Herstellung; denn da die 
KQhlvorrichtung aus Metall besteht, mQssen die An- 
schluBstifte in dem Bereich, in dem sie die Kuhivorrich- 
tung durchsetzen, gegenuber dieser isoliert sein. Das 
fuhrt bei Bauelementen, insbesondere bei Schaltungs- 
modulen mit vielen Anschlussen, z. B. mit hochpoligem 
Pin Grid Array, zu erheblichen Problemen. So sind bei- 
spielsweise wegen der Dicke der KQhlvorrichtung die 
Cblichen Bauelemente-AnschluBstifte nicht lang genug, 
um bis zur Leiterplatte durchzugreifen. 

Es sind daher gesonderte, extra lange, gesondert iso- 
liert eingesetzte AnschluBstifte erforderlich, um die Lei- 
terbahnen der Leiterplatte mit den abstehenden An- 
schlUssen des Bauelements verbinden zu kdnnen. Die 
besondere Anordnung von Leiterplatte und Bauelemen- 
te erfordert daruber hinaus eine vollstandig unubliche 
Einstellung von BestQckungsautomaten zum Einsetzen 
der Bauelemente. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Lei- 
terplatte der eingangs genannten Art zu schaffen. die 
einfach herzustellen ist und die die Bauelemente in ubli- 
cherTechnik einsetzbar und cinldlbar sind und die, auch 
wenn sie sehr dicht mit Bauelementen bepackt ist. die 
Warme wirksam abfuhri. 

Gelost wird diese Aufgabe durch die im Kennzeichen 
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des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale. 

ZweckmaBigerweise konnen die die Leiterplatten bil- 
denden Schichten unter Verwendung von Klebefolien 
miteinander verbunden sein. Sie werden dann unter Ein- 
5 wirkung von Druck und/oder Temperatur dauerhaft 
miteinander verbunden. 

Es ist zwar bereits aus der DE-OS 19 30 642 bekannt, 
Leiterplattenschichten mittels Klebefolien auf einer Un- 
teri-:ge bzw. Zwischenschicht zu befestigea Diese be- 
io kannte Leiterplatte weist jedoch keine Kuhivorrichtung 
auf. 

Aus der Tatsache, daB die KQhlvorrichtung nach der 
Erfindung Bestandteil der Leiterplatte selbst ist, erge- 
ben sich eine ganze Reihe von Vorteilen. Die Kuhlkana- 
15 le konnen ohne weiteres so gefuhrt werden, daB sie 
direkt unter den Halbleiterbauelementen verlaufen. Da- 
mit kann die Warme direkt und wirksam an der Stelle, 
an der sie erzeugt wird, abgefuhrt werden. Die Leiter- 
platte behalt ihre Abmessungen bei, zusatzlicher Platz 
20 fQr eine KQhlvorrichtung wird nicht benotigt. Die Lei- 
terplatte kann auch ohne weiteres mit Durchkontaktie- 
rungen zur Aufnahme von bedrahteten Bauelementen 
versehen werden. Die zum Herstellen der erfindungsge- 
maBen Leiterplatte benotigten Werkstoffe zB. glasfa- 
25 serverstarkte Epoxidharze des Typs FR4 — und Vor- 
richtungen — z.B. HeiBpressen — werden fur die Her- 
stellung sogenannter Multilayer-Leiterplatten ohnehin 
bendtigt Die Herstellung der erfindungsgemaBen ge- 
kQhlten Leiterplatten erfordert somit keinerlei zusatzli- 
30 che Werkstoffe oder Einrichtungen. Die Kuhlkanale 
kdnnen durch einfaches Frasen, Stanzen oder Schneiden 
der innenliegenden Schicht der Leiterplatte vorbereitet 
werden. 

Ein AusfOhrungsbeispiel der Erfindung wird im fol- 
35 genden anhand der Zeichnung erlautert. Es zeigen: 
Fig. 1 eine Leiterplatte im Querschnitt und 
Fig. 2 die Leiterplatte nach Fig. 1 in der Draufsicht 
Auf der Leiterplatte von der nur ein Ausschnitt dar- 
gestellt ist, ist ein Halbleiter-Bauelement 1 befestigt Die 
40 Leiterplatte selbst besteht aus zwei auBeren Schichten 
oder Abdeckschichten 2, auf denen Leiterbahnen 3 aus 
Kupfer angebracht sind, und aus einer inneren Schicht 
oder Abstandsschicht 4. 

Aus der inneren Schicht 4 sind Schlitze oder Ausneh- 
45 mungen ausgefrast, ausgestanzt oder ausgeschnitten, 
die in Verbindung mit den beiden auBeren Schichten 2 
Kanale 5 bilden, die von einem Kuhlmedium, z.B. einer 
KQhlflussigkeit, durchstrdml werden, das die Verlust- 
warme wirksam abfuhrt. 
50 In der Draufsicht (Fig. 2) sind die Kanale 5 gestrichelt 
dargestellt. Sie kdnnen je nach den thermischen und 
konstruktiven Gegebenheiten der Leiterplatte einzeln 
(vergleiche rechts) oder gebQndelt (vergleiche links) ge- 
fOhrt werden. 

55 Das Bauelement 1 ist auf seiner linken Seite mit An- 
schluBdrahten 6 versehen, die durch die Leiterplatte hin- 
durchgesteckt und mit ihr verlotet sind. Das Bauelement 
1 liegt mit einer groBen Kontaktflache 7 auf der auBeren 
Schicht 2 auf, so daB ein einwandfreier Warmedurch- 
«i gang gesichert ist. 

Auf der rechten Seite von Fig. 1 ist das Bauelement 1 
als oberflachenmontienes Bauelement dargestellt, das 
uber einen unbedrahteten AnschluB 8 mit der Leiter- 
platte 3 verbunden ist. Beide AnschluBarten sind hicr 
65 nur zur Verdeutlichung an einem Bauelement darge- 
stellt, normalerweise wird ein Bauelement entweder mit 
oder ohne AnschluBdrahten an die Leiterbahnen der 
Leiterplatte angeschlosscn sein. 
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ie auBeren Schichten 2 und die innere Schicht 4 
aen durch Kleben miteinander verbunden werden, 
ei die KJebschicht erforderlichenfalls unter Hitze- 
rirkung beschleunigt ausgehartet werden kann. Die 
chten 2 und 4, oder zumindestens zwei von ihnen, 5 
nen auch mittels eines Prepreg verbunden werden. 
Prepreg ist eine glasfaserverstarkte KJebefolie aus 
m anpolymerisierten Kunstharz. Das Kunstharz aus 
m Polyester oder Epoxid wird durch HeiBpressen 
>olymerkiert und verfestigt und ergibt dann eine 10 
/andfreie Verbindung der einzelnen Schichten. 

Pa ten tansp ruche 

1. Aus mehreren Schichten bestehende Leiterplatte 15 
mit einer KQhlvorrichtung, die von einem Kuhlme- 
dium durchstromte Kanale aufweist, die zwischen 

je zwei Schichten angeordnet sind, dadurch ge- 
kennzeichnjet, 

— daB sie aus mindestens drei miteinander 20 
verklebten aus einem elektrisch nicht lei ten- 
den Material bestehenden Schichten (2, 4) auf- 
gebaut ist, und 

- daB die Kanale (5) durch Aussparungen in 
einer innenliegenden Schicht (4) gebildet sind. 25 

2. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Schichten (2, 4) unter Verwendung 
von Klebefoiien miteinander verbunden sind. 
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